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Face simple d'alliage Face vicinale d'élement pur

Cu3Au(100) Cu(1,1,11)
Dosch et coll.(1988) Masson et coll.(1994)

Désordre chimique induit par la surface Energie de cran
Profil oscillant de ségrégation Intéraction entre marches

Face vicinale d’alliage
Cu3Pd (1,1,11)

Ordre chimique Morphologie
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choix du
systeme Cu;Pd

- mesures en volume
Ricolleau et coll.

- Tc élevé (778 K)
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L'alliage Cu,Pd

Mixte Cu-Pd
Pur Cu




Plan
e Coupe idéale de volume

 Morphologie d'équilibre de la surface a 300 K
 Analyse statistique - Energie de cran

e Structure hors equilibre - Cinétique de mise en ordre

 Morphologie d'équilibre en fonction de la température

e Liaison morphologie et ordre chimique

e Conclusion
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Observation STM a 300K

* bombardement Ar+ 1 heure
e recuit a Tc-T=15 K pendant 48 heures

300 A x 300 A
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Analyse statistique
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Mesure des énergies de crans et des
potentiels d’'interaction entre marches
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Deétail d’'une frontiere

55 A x 126 A
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| Marche supérieure 26 A

nature chimique

hauteur de la pointe (A)
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-1 Marche inférieure Bg Marche supérieure

0 10 20 30 0 10 20 30
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4 variants

3 Parois d’antiphase |°
non équivalentes

Domaine

paroi

d antiphase

Domaine 1

terrasse

2

Paroi d'antiphase
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Cinétique de croissance des domaines

ST™M

A 13K 4 35K
® 46K = 85K
m 83K

100; !/i//////!//// |

100 1000 10000 100000
Temps (S)

Taille de domaine (A)

L ()=A(T) t¥2 |

IN(A(T) )

5 2,25+ 0.15 eV
A" D) 20x015eV
U * e

AN O N DO

In(F(T))

E= 0.3 £0.04 eV
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Diffraction d’atomes d’hélium

sAtomes neutres
e Energie =21 meV

el »1A

Interaction He-surface

P peu sensible & la chimie de surface

Face vicinale :

n(2p/L) (L distance entre marche simple)

b

2p/L
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T=783K>Tc

Intensity arb.unit
Intensity arb.unit

dK /I surface
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Marches appariees

Asymeétrie d. o(a0)
N w -h |

=

Marches simples
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Température (K)

continue
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Travaux précédents :

Cu3Au (100) : desordre induit par la surface
Dosch et coll.(1988)

Cu3Pd (volume) : mouillage par le désordre des parois d’antiphase
Ricolleau et coll.(1992)

Description de la structure chimique de l'alliage :

(Khatchaturian 1978)

Diffraction de rayons X :
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Rappel de diffraction de rayons X
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Espace réciprogue de Cu3Pd(1,1,11)

3 tiges difféerentes

© CEA 1998 Tige morphologique




Tige de type chimigue
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* L position de I'interface ordre-désordre

» X épaisseur de I'interface ordre-désordre

h,(z=0)
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Tige de type Morphologigue
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Résultats experimentaux
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Mesure a /=0.25
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-—@— Pic de surstucture chimique (+300)
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Evolution de h(z=0) et de dLo
en fonctionde T
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STM T=300K
T=694 K>

proportionnelle
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Influence de la formation
d’'un alliage de surface Cu-Pd

(étude par diffraction d’hélium)
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Conclusion

marches appariees
domaines
L(t) U t1/2

continue

modification
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